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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CARTES IMPRIMEES

Septieme partie: Spécification pour cartes imprimées souples a simple et 2 double face,
sans connexions transversales

PREAMBULE

1) Les|décisions ou accords officiels de 1a CE1 en ce qui concerne les questions techniques, g é ités d’Etudes ou
sonf représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans\la ! Spossible un
accord international sur les sujets examinés.

2) Ces|décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées cSume telfe e ité iohaux.

3) Danls le but d’encourager 'unification internationale, la CEI exprime le < doptent dans
leurp régles nationales le texte de la recommandation de la CE, dans la mesutre ot leX ionhs ettent. Toute

divgrgence entre la recommandation de la CEI et la régle nationalecorrespondante ble, étre indi-
quép en termes clairs dans cette derniére.

La

Un| premier projet fut di
réunipn, un projet, docu
suivapt la Régle des Sip

Baden-Baden en 1979. A la sujte de cette
soumis a I’approbation des Comitéd nationaux

Leg iona 3 i edse sont prononcés expliciternent en faveur de la pyblication:

Hongrie
Israél

Italie

Japon
Pays-Bas
Roumanie
Royaume-Uni
Qrée fRépublique de) Suéde
Danémark Suisse

Eount = ul .

EEypte arqure ;
Espagne Union des Républiques
France Socialistes Soviétiques

Note. — Les publications de la CEI 4 utiliser conjointement avec la présente publication sont énumérées  la page 6,
paragraphe 1.2.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARDS

Part 7: Specification for single and double sided flexible printed boards
without through connections

FOREWORD
1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical & i ich 4il the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as pos§ible\am\i i Snsus
of opinion pn the subjects dealt with.
2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the Natiora i i ense.
3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all Nationa adopt the text of

the IEC regommendation for their national rules in so far as national conditions wi YA g between th¢ IEC

This stanglard has been prepared by IEC T 0. 52: Printed Circuits.

A first drjaft was discussed at the i i ] Y1n 1979. As a result of this meeting, a
draft, Document 52(Central Offj ational Committees for approval upder
the Six Moriths’ Rule in Feb

The Natignal Committees\Q 3 Towi ntriey voted explicitly in favour of publication:

Australia

Japan

Korea (Republic of)
Netherlands
Romania

South Africa (Republic of)
Spain

Sweden

Switzerland
Germany Turkey

Hungary Umion of Soviet
Israel Socialist Republics
Italy United Kingdom

Note. — The 1EC publications to be used in conjunction with this publication are listed on page 7, Sub-clause 1.2.
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CARTES IMPRIMEES

Septieme partie: Spécification pour cartes imprimées souples a simple et 2 double face,
sans connexions transversales

1. Introduction

La Publication 326 de la CEI est applicable aux cartes imprimées, indépendamment de leur pro-
cédé de fabrication, lorsqu’elles sont prétes pour le montage des composants.

Elle est divisee en differentes parties contenant des informations pour fe co des recom-
mandations pour le rédacteur de spécifications, des méthodes d’essais ¢ ipti ur les diffé-
rents types de cartes imprimées, par exemple cartes imprimées a 3 face, cartes
imprimées multicouches et cartes imprimées souples.

1.1 |But de la septiéme partie

qui doivent
e face, sans

La présente partie contient des informations fond
étre évaluées et sur les prescriptions pour les carte
connexions transversales.

1.2 | Publications de la CE I associées

CEIL

fications (a

Spécification pour cartes imprimées a simple et a double face avec
trous non métallisés.

: Spécification pour cartes imprimées a simple et & double face avec
trous métallisés.

Spécification pour cartes imprimées multicouches.

Spécification pour cartes imprimées souples a simple et a flouble face,

avec connexions transversales.

2. Domaine d’application

La présente norme est applicable aux cartes imprimées souples a simple et & double face, sans
connexions transversales, indépendamment de leur procédé de fabrication. Elle est destinée a servir
de base aux accords entre acheteur et vendeur. L expression «spécification concernée», utilisée plus
loin, se rapporte a de tels accords. La présente spécification n’est pas applicable aux cables plats.

3. Objet

Définir les caractéristiques a évaluer, les méthodes d’essai & suivre et formuler des prescriptions
uniformes pour juger des propriétés et des dimensions.
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PRINTED BOARDS

Part 7: Specification for single and double sided flexible printed boards

without through connections

1. Introduction

[EC Publication 326 is applicable to printed boards, irrespective of their method of manufac-

ture,

when they are ready for mounting of the components.

It Is divided into separate parts covering information for the designer, rec
specification writer, test methods and requirements for the various types<of pri

€xa

1.1 Purp

Th
fors

1.2 Assod
Th

63:
91:
194:
249:

324
324
326
326
326

326
326

ple, single and double sided, multilayer and flexible printed boards

se of Part 7

s part contains fundamental information on chara
gle and double sided flexible printed boards with6

iated 1 EC publications

Basic Environmental Testing
Grid System for Printed i

gnnections.

2. Scope

ions\for the

, for

afid requirements

nsid-

bugh

bugh

This standard is applicable to single and double sided flexible printed boards without through
connections irrespective of their method of manufacture. It is intended as a basis on which agree-
ments between purchaser and vendor can be made. The term ‘relevant specification’ used herein

refers

3. Object

then to such agreements. This specification is not applicable to flat cables.

To define the characteristics to be assessed, the test methods to be used and to establish uniform
requirements for judging properties and dimensions.
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Généralités

Les tableaux suivants contiennent toutes les caractéristiques importantes et renvoient aux essais

appropriés pour vérifier ces caractéristiques.

Sauf spécification contraire, tous les essais énumérés au tableau I, page 10, doivent étre effectués.

Lorsque la spécification concernée fait état, de maniére précise, de caractéristiques supplémentaires
qui exigent d’autres essais, les essais a appliquer doivent étre choisis dans le tableau 1, page 20.

Lorsqu’un essai nécessite des détails supplémentaires 4 donner dans la spécification concernée,

cette nécessité est indiquée par un astérisque dans la colonne prévue a cet effet. Ces détails sont alors
spécifiés selon la Publication 326-2 dela CEL.

Les tableaux n’ont pas pour but d’imposer une séquence d’essais; ceux-ci peuvent étre effectués

dans n’importe quel ordre, sauf spécification contraire.

Eprouvettes

St

[

glonnée a la figure 1, pages 26 et 27.

ment et clairement la carte imprimée

Le nombre d’échantillons doit également étre spécifié dans la spécificapion concernée.

Lorsqu’il est convenu d’utiliser des éprouvettes détachab I réalisées
onformément au paragraphe 4.2 de la Publication 3 G 3 opriée est

écification concernée

La spécification concernée cont compléte-

a CEI doivent étre suivies.

bchéant, et des valeu i : ¢ minimales
beuvent étre do i i

ertaines zo \

bu parties@
S’il existe dik{é

ont donnégs dansda Publi

que pour
ces zones

¢’présentation ou de classes de tolérances, etc., ce sonf celles qui
6-3 de la CE I qui seront choisies.
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4. General

The following tables contain all important characteristics and make reference to the appropriate
tests to verify these characteristics.

Unless otherwise specified, all of the tests listed in Table I, page 11, shall be carried out. Where
the relevant specification specifically claims additional characteristics which require additional

tests, t

he relevant tests shall be selected from Table 11, page 21.

Where additional details for a test must be specified in the relevant specification, this is indicated
by an asterisk in the relevant column. These details shall then be specified in accordance with IEC
Publication 326-2.

The

tables are not intended to prescribe a test sequence, the tests may be carried out in any
sequence, unless otherwise specified.

Ths

5. Test sp¢
Thg

Wh
of IE

6. Relevan

The
clearly

Carn
where
where
board

If t}
IEC |

(Tap

sample quantity shall also be specified by the relevant specification.

cimens

tests shall preferably be carried out on production boards.

t specification

eptation, of tolerance classes, etc.,

the selections give

e 4.2

bard
ed.

nted

ihted

n in
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TaABLEAU I

Caractéristiques fondamentales

326-7 © CEI 1981

Liaisgn des conduc-
teurs au support
isojant

Liais¢n de la pellicule
de| protection au
suppport et a
prgssion

%

%
Y%

Eprouw M
P

ticteurs ne doivent/pas présenter
de\défauts d’adh¥ ¢ 4u support iso-

La liaispn doit paraitre compléte et uni-
e. Des décollements mineurs sont
autorisés aux endroits suivants:

a) a des points situés au hasard, loin des
conducteurs. Ces décollements doi-
vent avoir chacun une surface .infé-
rieure ou égale 4 5 mm? et étre placés &
plus de 0,5 mm du contour

b) le long des bords des conducteurs. De
tels décollements ne doivent pas em-
piéter sur l'espacement prévu des
conducteurs de plus de 20% de cet
espacement (évaluation visuelle)

Entre deux conducteurs contigus, la liai-

7]
- [ I—: o !
LU .EG 1 E .; :
O 2.9 8 g
] L s g
= g5 §
(] O L O v O
(e o —_— o © © .
Caractéristiques E ~ g2y = Q Exigences Remarques
2¢ |2 28
La ® g @ = >
—_—o w 9 =
sz |87 58
T 5 JLgEa- Z a
o = D o o« Q 0
Z o [S RS m o
Examen général
Contrple visuel
Conformité et iden- | 1 * Impression, marquage, identificati
tifi¢ation fini du matériau doivent étre or-
mes & la spécification concerqés.
Aspedt et qualité de | la
I’exécution
Contgur de la carte

Des exemples de décol-
lements sopt indiqués
a la figure| 5, page 30

Défauts des conduc-
teurs

1b

SULT dU;t etl'; \«UHL;“LIL SUr urne :cusbun
minimale de 0,5 mm. Il ne doit pas y
avoir de décollement lorsque I’espace-
ment entre conducteurs est inférieur a
0,5 mm

Il ne doit y avoir ni coupures ni fissures.
Des imperfections, telles que manques
ou défauts de bord, sont permises
pourvu que la largeur du conducteur
ou la ligne de fuite entre conducteurs
ne soit pas réduite de plus qu’il n’est
spécifié dans la spécification concer-

*Voir le troisiéme alinéa de I’article 4.

née, par exemple 20% ou 35%

Si nécessaire, cela est
vérifié par un con-
trole des dimensions,
selon I’essai 2a
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TaBLE I

Basic characteristics

Y | =
Ne) = o & 7
o~ © o © o
- P! Q.
= o 2 8 £
o 2 |gwe | 8 )
Characteristics b5 S8 S o Requirements Remarks
= =l % =
. D o O [=2E5}
o 3 o o g L s
Z A E=ER Es
- U £ g > g =
S m s o2 87
= = <2 w8
General examination
Visual examination ’(
Conformity and 1 * Pattern, marking, identification and ma,
identifichtion terial finishes shall comply with
relevant specification. There shal]l be
no apparent defects
Appearande and la The boards shall appear to have be
workmapnship i i
Board edggs

Bonding cpnductor to
substrate

7

Bonding cpverlayer to | la
substrae and pat-
tern

bondm shall appear to be complete
m. Minor delaminations are
peérmitted in the following positions:

AW

) At random locations away from the Examples of delamina-
conductors. Such delaminations shall tions are shown in
have an area not exceeding 5 mm?’ Figure 5, page B0
each and shall be more than 0.5 mm
from the edges

78

b) Along conductor edges. Such de-
laminations shall not infringe upon
the design spacing between the con-
ductors by more than 20% of the
design width by visual estimation

’

7

There shall be a minimum continuous

bonding-width-of-0-5-mm-between-ad
jacent conductors. There shall be no
delamination with conductor spacings
less than 0.5 mm

Conductor defects 1b There shall be no cracks or breaks. Im- | Where necessary, this
perfections such as voids or edge de- shall be verified by
fects are permissible, provided that the dimensional examina-
conductor width or leakage path be- tion using Test 2a
tween conductors is not reduced by
more than that specified in the relevant
specification, for example 20% or
35%

*See the third paragraph of Clause 4.
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TaBLEAU I (suite)
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oy
= |£.F ¢
< ‘@
O |£88 g
< O =g g
ES MR
Caractéristiques E &g e Exigences Remarques
B g =
5=
88 255 =28
P 2] w0 = =
sz 538, §¢
=] S=g| £ a
c = W oy o« [SIRX7Y
Z o, [SIECR-} S3p
Particules entre ib ou F Des particules métalliques résiduelles | Si nécessaire, cela est
conducteurs 1c sont permises pourvu que la ligne de vérifié par un con-
fuite ne soit pas réduite de plus de 20% tréle des dimensions,
ou a moins de la distance requise pour selon P’essai 2a
les tensions appliquées au circuit
Conirdle des dimen-
siqns
Dim¢nsions de la 2

carte

Trous

Troys d’acces

Fent|

effet de 1’écoulement de
e la pellicule de protection,
pport a la pastille correspon-
, doit étre telle que le recouvre-
ment éventuel ne réduise pas la largeur
radiale effective de la pastille au-des-
sous de la valeur minimale prescrite
dans la spécification concernée (voir
figure 4, page 29)

Les dimensions doivent &tre conformes a
la spécification concernée

Une gamtie recom-
mandée de trous de
différents| diamétres
et toléranfes est don-
née dans |la Publica-
tion 326-3|de la CEI

Largeur rafiale mini-
male effe¢tive recom-
mandée dg¢ la pastille:
0,15 mm

Si  aucune| tolérance
n’est indifjuée, appli-
quer les| tolérances
larges ddnnées dans
la Publicption 326-3

Lar g La largeur doit étre conforme a toute lar-
te g geur particuliére indiquée dans la spé-
g cification concernée
o
b2
bS]
o3
g2 dela CE]
Y
=
2a m 8 Des imperfections, telles que mangues ou

défauts de bord, sont permises pourvu-

que la largeur du conducteur ne soit
pas réduite de plus qu’il n’est spécifié
dans la spécification concernée, par
exemple 20% ou 35%. La longueur L
d’un défaut ne doit pas étre supérieure
a la largeur S du conducteur ou a2 § mm
(0,2 in) (la plus petite des deux valeurs)
(voir figure 2, page 28)
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TaBLe | (continued)

Q 2 .| 2
S | 525 z
o 5 == 2
o ESIR=E £
. £ 23E g .
Characteristics 154 ey S e Requirements Remarks
= =5 2
.o =g c &
o = S QE © =
28 1278 28
0 |28 g3
= <282 w2
Particles between con- 1b F Residual metallic particles are permis- | Where necessary, this
ductors or sible provided that the leakage path is shall be verified by di-
ic not reduced by more than 20% or to mensional examina-
less than the distance required for the tien using Test 2a
circuit voltages
Dimensional  exami-
nation
Board dimensions 2
Holes 2 A recommended [range

Access holg

»

Slots, notdghes

Conductor]

er part\of
complete)comppsite

EnNIVAN

of hole sizes arld

erances is given
Publifation

IEC
326-3

Recommended
mum effective |

tol-
in

mini-
hind at

any point aroufd the

fects are permissible, provided the
conductor width is not reduced by
more than specified in the relevant
specification, for example 20% or
35%. The length L of a defect shall be
not greater than the conductor width
S, or 5 mm (0.2 in) whichever is the
smaller (see Figure 2, page 28)

2
& hole: 0.15 mm
Q : :
5 B A
>
o
%\\% cation (see Figure 4, page 29)
\3 The dimensions shall comply with the
\/ relevant specification
3
idt - The width shall comply with any specific | If no tolerancef are
'é dimensions given in the relevant speci- stated, the coarse de-
) g fication viations given ig I[EC
S Publication 326-3
P shall apply
L =
=25
S
2a 4 Imperfections such as voids or edge de-
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TABLEAU I (suite)
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Précpnditionnement

re dans
conditions

cl
empérature
dlhumidité

-

S Al
%

~A
Py Ve

MG

- 18 3 )
m s g ‘3
v | £88 g
] L= g
. g |28°| 83 .
Caractéristiques ‘5 g o g g Exigences Remarques
39 8 5=
88 |255%| 28
—_ o @ P
s: |38, 58
T o S & <= 8
o = W oy [FITY
Z o [aR A} w oo
Espacements des 2 F Les espacements doivent étre conformes
conducteurs aux valeurs particuliéres correspon-
dantes données dans la spécification
bUll\aClllC’C
Excemtration des ia it 11 ne doit y avoir ni interruption dafis
trdus et des pastilles | 2a g pastille ni rupture a la joncti la
S o pastille et du conducteur
P
5 A
. 2 E
Tolégance de position 328
des axes de trous g2
a @
Esstlz—I électriques
Résistance d’isole- 6a étre | La résistance d’isole-
mg@nt soncernée ment esf mesurée
avant et gprés épreu-
ve climptique de
conditiongement et
épreuve 3 tempéra-
ture élevfe, comme

spécifié dqns la spéci-
fication cgncernée

Conditionngment  ap-
plicable [a spécifier
dans la gpécification
concernég

Mesure a température
élevée

Essais mécaniques

Force  "d’adhérence
Conducteur au sup-
port isolant

Mesure dans les
conditions  atmo-
sphériquesnormales

6a

10a .

*Voir le troisiéme alinéa de I’article 4.

La force d’adhérence doit étre conforme
4 la spécification concernée

Non applicable aux sup-
ports en polyester

Conducteurs sans pelli-
cule de protection
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TasBLE |  (continued)

Pre-conditioning

Measuremgnt at
standard|atmo-
spheric cpnditions

Conditioni
fied in
lication {
Ca:
Steady
IEC
68-2-38,
Z/AD:
Temperdture /_ Hu
midity (yclic Test

g as speci-
IEC Pub-

(/\Q—o
7 B

V%7

(P )

o~ " 9
G = o & ‘D
o g o © o
- RG] a.
5 o g g £
£ |guE 3 .
Characteristics s 228 b Requirements Remarks
= R £
. D o O = o
o3 S ag L=
Z& |28 | E8
TREELIRE
== <2 wn &
Spacing between con- | 2 F The spacing shall comply with any
ductors specific dimensions given in the rel-
evant specification
Misalignmjnt of hole | la ] There shall be no interruption of the ’(
and band 2a 8 land. There shall be no break-out l<
g‘ the junction of the land and the gbn-
S « ductor
¥ g
[T
Positional folerance E 8, | The hole centres shall be withip any
of hole gentres S % viation specified in th N
S fication
Electrical tests
Insulation tesistance 6a E Insulation  resiftance

shall be measur¢d be-
fore and after |envi-
ronmental condition-
ing and at elqvated
temperature, as ppeci-
fied in the rejevant
specification

Applicable condit
to be specified
relevant specific

oning
n the
htion

Measurement at ele-
vated temperature

Mechanical tests

Peel strength
Conductor
material

to base

Measurement
at standard atmo-
spheric conditions

10a

*See the third paragraph of Clause 4.

The peel strength shall comply with the
relevant specification

Not applicable to poly-
ester materials

Conductors without

coverlayer
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-~ 18 3 2
w ‘s . E Z
U {288 2
S JgEE E
[3% E *8 8 o QO
Caractéristiques = z E & $ '2 ;)3 Exigences Remarques
g% |228| 258
— e » N pPopt
S5 |E3% | 5%
[ I ] W oy [SERT)
Z o, [a SR} m =
Mesure a température | 10b * Non applicable aux sup-
élevée ports en polyester
Force d’arrachement 1la * J La pastille ne doit pas se détacher lors_{ Pour cet essai, I’éprou-
des opérations de brasage. La forge ette dojI étre sup-
d’arrachement ne doit pas étre inf¢ poxtée pdr une carte
rieure a la valeur spécifiée dan igid
cification concernée
Fatigue a la flexion * A TPétude
Essajs divers
Revdtements métal-
liques de finition
Adhgrence du revé- | 13a K
tement métallique,
me¢thode du ruban
adhésif
Epaisseur de métal- | 13f * K
ligation (zone des
cqntacts) (
Soudabilité 14 * A Non applicdble aux sup-
étement lisse et brillant d’allia- ports en golyester
brasage avec seulement des traces | Pour les $upports en
Q (environ 5%) de défauts éparpillés, tels polyimid4, un séchage
que piqires, surfaces non mouillées ou appropriq peut étre
ayant subi un retrait de mouillage. Les nécessair¢g avant le
défauts ne doivent pas étre localisés en brasage
un seul endroit de la surface L’essai est ¢ffectué dans
\\/ les conditions de ré-
ception o aprés vieil-
lissement|accéléré, se-
lon accorfl entre ache-
N teur et vehdeur
A) Flux non agtivé, comme
¢’un fluxnon ac- spécifié pu paragra-
vé est agréepar phe 6.6.1 de l1a Publi-
}acheteur et I€ cation 68-2-20 de la
endeur CEI

A la réception

*Voir le troisiéme alinéa de ’article 4.

Mouillage:  L’échantillon doit étre
mouillé dans les 2 s

Quand un revétement de protection tem-
poraire destiné a préserver ’aptitude
au mouillage est utilisé, P’échantillon

doit étre mouillé dans les 3 s

Retrait de mouillage: L’échantillon doit
rester en contact avec 'alliage de bra-
sage en fusion pendant un temps
compris entre 5 s et 6 s et ne doit pas
présenter de retrait de mouillage
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TaBLE I (continued)

A} When
a  no|
flux is jagreed- be-
tween | putchaser
and venydor

0
s

Moot an

ttered imperfections such as
les, unwetted or dewetted areas.

imperfections shall not be concen-
>trated on one area

N » =
§ 528 ¢
) 5= = o
=) - g8 1]
.2 2o S
.. = I '8 = S X
Characteristics s “2 8| 5« Requirements Remarks
& |25E| ER
= O 582 5 2
e o L 82
== <2y n L
Measurement at ele- | 10b * Not applicable to poly-
vated temperatures ester materials
Pull-off strength tla * J The land shall not become detached dur- | For this test the speci-
g —sotderimg—operatior—Tiepult-off e ort-
strength shall be not less than the value /(ied by a rigid beard
specified in the relevant specification
Flexural fatigue * Under consideration
Miscellanedus tests
Plating finifhes
Adhesion ¢f plating, | 13a K
tape method
Thickness pf plating 13f K
(contact areas)
Solderabilify Th ctors Not applicable to [poly-

ester materials
For polyimide maferials
appropriate  drying
prior to soldering
may be necessary.
Testing shall bg car-
ried out in the as
received conditipn or
after accelerated age-
ing, as agreed |upon
between purdhaser
and vendor

Non-activated flux, as
specified in | Sub-
clause 6.6.1 of| IEC
Publication 68-2-20

As received condi-
tion

*See the third paragraph of Clause 4.

Wetting: The specimen shall wet within
2s

When temporarily protective coating in-
tended to preserve the wettability is
used, the specimen shall wet within 3 s

Dewetting: The specimen shall remain in
contact with the molten solder for be-
tween 5 s and 6 s and shall not have
dewetted
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Résjtance aux -
vqnis et aux

{45

l§

e A

>\ucun signe de:

doit  étre

présenter de retrait de mouillage

- cloquage ou décollement interlami-
naire

- enlévement accidentel de réserve ou
d’encre

~ dissolution

- changement important de couleur

Acceptation si:

a) Marquages non altérés
b) Marquages altérés mais lisibles

Rejet si:

— ] «§ v
55 ‘S 'z
O |£88 g
B [l £
— E \U o
[:F) 0 QO v O
iees o = o = © .
Caractéristiques 5 g9 c v Exigences Remarques
PN sSa| 8%
LA “g » = >
—_ o @0 2 « - 2
35 |88% | 5¢
[=] = L o [SET)
Z a. [ SRS m =
Apreés vieillisse- Mouillage: L’échantillon doit étre
ment accéléré mouillé dans les 4 s
Retrait de mounillage: 1.’échantiflon doit—
rester en contact avec I’alliage de bra-
sage en fusion pendant un S
compris entre 5 s et 6 s et ne doit pas
présenter de retrait de mouiltage
B) Quand I’emploi Flux\ actiyé (0,2%),
d'un flux activé omune fpécifié au
est agréé  par p ragrapie 6.6.2 de
llacheteur et le la Publication 68-2-20
vendeur dela CEI
A lajréception et aprés
vigillissement accé-
1é1é

a) Marquages illisibles ou détruits

b) Marquages douteux: ¢’est-a-dire avec
possibilités de confondre des carac-
téres similaires, par exemple R-P-B,
E-F, C-G-O

*Voir le troisiéme alinéa de Particle 4.
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TaBLE | (continued)

Y e =2
O = ¢ € Z
o © o= O o)
o 5=z o
= o £ 8 g
S =2 s
S gg“: S
isti 3]
Characteristics b5 2&3 S -
= <0 & =
. O e O c o
o = c og L=
Z B Eg
= o =
729|328 237
== <22 w8

Requirements

Remarks

After accelerated
ageing

Wetting: The specimen shall wet within
4s

Dewetting: The specimen shall remain in

B) When the use of
an actiated flux
is agree}a between
purchasqr
and vendor

As received|condition
and after| accelera-
ted ageing

s

Solvent and|flux
resistance

A
5

V/

contact with the molten solder for be-
tween 5 s and 6 s and shall not have
dewetted

sighof:

>blistering or delamination

- random removal of areas of resist or
ink

- dissolving

- substantial change in colour

Accept:

a) Markings unaffected
b) Markings reduced but legible

Reject:

2%0)
\ Bub-

clause 6.2 of [EC
Publjcation 68-2-p0

a) Marking illegible or destroyed

b) Markings doubtfully legible, i.e. pos-
sible mistaking of similar characters
such as R-P-B, E-F, C-G-O

*See the third paragraph of Clause 4.
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Caractéristiques supplémentaires (a évaluer uniquement lorsque explicitement exigé)

‘l/:

— g 3
o S . B
© .23
< Eah=a=
= £'0 o
5 128°
Caractéristiques = e @ g
9 o [y
NN ST a
.‘Q)N w:mm
—_— »n Do«
s2 13375
o2 |83 8
Z o Q.o

I’éprouvette composite

Echantillon de

Exigences

Remarques

Contrble des dimen-

signs

Posifion de I'impres-
sign et des trous par
rapport a une don-
née de référence

Essajs électriques

Résigtance

Résigdtance des
conducteurs

Eprauve de courant

pour conducteur@

ve de tepsion

V(%5

La position doit étre conforme a toute di-
mension spécifique donnée la
spécification concernée

doit étre conforme a la spé-
concernée

es conducteurs ne doivent pas étre dété-

riorés (fusion) et il ne doit pas y avoir
de surchauffe se traduisant par une dé-
coloration

I1 ne doit pas y avoir de décharge disrup-
tive

lle n¢st gfnéralement
rée étant
le point
qui com-

minjmale de la
pastille es} la relation
entre impression et
trou. Lofsque cette
mesure ept spéciale-
ment reqgise, on ap-
plique les|écarts don-
nés dans |la Publica-
tion 326-3|de la CEI

sation (en dehors
des zones de con-
tact)

*Voir le troisiéme alinéa de I’article 4.

Adhg¢rence~du revét: 13b K 1l ne doit étre constaté ni cloquage ni dé-
ment, vméthode du collement du revétement métallique
brunissement

Porosité, exposition | 13c K Les prescriptions de la spécification con-
aux gaz cernée doivent étre satisfaites

Porosité, essai élec- | 13d K Les prescriptions de la spécification con-
trographique 13e cernée doivent étre satisfaites

Epaisseur de métalli- | 13f * C L’épaisseur doit étre conforme a la spéci-

fication concernée
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TasLE 11

Additional characteristics (to be assessed only when specifically required)

Miscellaneous tests

Plating finishes

Y | e =
S B8 2
g G- &
= T e g g
S - o 5]
L. k=i 238 E o .
Characteristics 8 228 5 Requirements Remarks
= ® 'O o =
. D c 0 £ £ o
o3 S g L=
Z A S e g Ew
= QO 5 B > o =
e g o2 ]2
== |<g® w &
Dimensional  exam-
ination
Position of| pattern The position shall comply with "any
and holes relative to specific dimensions given in the
a datum reference relevant specification
326-3 shall be applied
Electrical tesis
Resistance
Resistance of conduc- | 3a * ply with the rele-
tors \(\
Current prodf
Current propf, Con- | § * e conductors shall not burn out (fuse)
ductors and there shall be no overheating as
pparent by discolouration
Voltage prodf % There shall be no disruptive discharge

(other areas than
contact areas)

*See the third paragraph of Clause 4.

Adhesion of plating, K There shall be no evidence of blistering
burnish m¢thod or detachment of the plating

Porosity, gas expo- | 13c K The requirements specified in the rele-
sure vant specification shall be met

Porosity, electro- 13d K The requirements specified in the rele-
graphic test 13e vant specifications shall be met

Thickness of plating | 13f * C The thickness shall comply with the rele-

vant specification
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TaBLEAU I (suite)

w3
- £ 8 o
o £ =
O |£88 g
< =i} g
— E &U o)
o g |28 | 88 .
Caractéristiques T Soad P Exigences Remarques
178 g ™ =
5=
88 |ag@| 28
PRIERE-E T -
S5 S~ 2| 2 &
o = b TI Q Q)
Z o AwTo m -
Endurance a la cha-
leur
A long terme * Y Stockage 2 la température maximale de | La durée et la tempéra-
fonetiontement ture—somn} indiquées
s_la\ §pécification
CORCErnée
Contrdle visuel la 11 ne doit pas y avoir de décollement de
conducteur ou de la pgliculé\de pro-
tection

N

*Voir [e troisiéme alinéa de Iarticle 4.

@@x
E
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TaBLE 11 (continued)

a «” =
O = o £ @
o o o O [}
) 3 =2 2.
= © 58 g
- 2 |35 | 8 .
Characteristics ,§ = g S Requirements Remarks
. © Q@ I3
° = g as 2=
Z <R E®
E .0 =oa
& - Q.
== <2 ¢ w8
Thermal endurance
Long term * Y Storage at maximum operating tempera- | Duration and tempera-
+ure tufe-tode aaﬂﬂiin
&e relevant speciffica-
on
Visual inspegtion la There shall be no separation of condig-
tors or of the coverlayer <\

*See the third paragraph of Clause 4.

9,

)

e
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8. Eprouvette composite

L’éprouvette composite de la figure la, page 26, permet d’exécuter la majorité des essais

d’homologation sur une carte d’essai ou un coupon.

326-7 © CEI 1981

En utilisant les ¢chantillons individuels, les essais suivants peuvent étre effectués:

Note. — Par souci d’économie, on utilise la méme éprouvette composite pour la présente norme et la Publication 326-8 de

la CEIL

Echantillon de I’éprouvette composite

: E E
=z £ g
g o =B 2
= 2 s, L a
= e S8 . o
g g ¢ g g5
3] . 8 =9 =2
m Essai (a)e] < [
. (m (m (mm)
A Indexation de la pellicule de protection; soudabilité des \\ \)
trous métallisés 2, 1,8 0,8
ceillets 4,2 4,0V 2,02
A
C Coupe micrographique, épaisseur de métallisation 2,5 2,5 1,3
(7 2,0 2,0 0.8
D Variation de résistance des trous métal&é’&\ /\Q x\/ / (\ \> 2,5 - 0,8
k\I
E Résistance d’isolement et contamination \ \ \ } 2,0 - 0,8
F Définition des conducteurs, -espacementy -largeur, -défau - - -
et particules entre conducteurs (\
G | Force d’adhérence deé@e{ﬁwwe ‘\> - - -
N
H | Soudabilité des cc{rhi%teu ('\ \) - 3,0 -
J Force d’:?f{a\ot\em% des p%ik\av;}t\okxon>étallisés - 4,0 1,3
K RevétemeMgé{zm\}ua\{e Nn/\ > - - -
X | Fatigue a {fk@’x\ > 2,5 4,0 1,3
Y En({%a}ceéi{ck\leur \ - _ -
"Dian \1 illet.
ADjam itlet est fixé.
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8. Composite test pattern

The composite test pattern of Figure la, page 26, permits the majority of type approval tests to
be carried out on a test board/test coupon.

Using the single test specimens, the following tests can be made:

Note. — For the purpose of economy, the same test pattern is used for this standard and 1EC Publication 326-8.

Specimens

o = y
g 225l = x ENE
E = o £ s N %
2 IR
& | Test o\ Z)EB\] Z¥E ©
(mm' (/rpz-l)
A Registration of coverlayer; solderability

plated-through holes
eyelets

C Microsection, thickness of plating /

D Change in resistance of plated-through holes /\(X\/ /
7
E Insulation resistance and process contammauo}\ \ \ )

F Congluctor definition, -spacing, -width, -defCCtS(Aﬁ} amwmctors - - -

G Peellstrength, conductor to bé}sﬂtenfd’\\ \\5 - - -

H | Solderability of conductc{?\ N \) - 3.0 -

J Pulltoff strength Jands \L&h plam\y}‘e«\ \ > .

K Plat|ng finishes \/ \/\ \ 3 - - -
/\ A

S
X | Flexural fatigue (\ > 2.5 4.0 1B

Y Thefmal em\ \ \ - - -

! Flange diad
2 Hole diamg

of

oy
¢

N
G2
g
S L
O

™

w
'

=3

g
o
]
o
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